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(57) Abstract: The invention relates to a multi conduc- 
tor (L) arrangement for transferring energy and/or data. 
Said system contains a plurality of conductor elements 
(li) respectively comprising a conductor (lA) which is 
surrounded by an insulation (2) and an insulating sleeve 
(3), said conductor elements being mechanically con- 
nected to each other. Means (12) for contacting the con- 
ductive elements are also provided. According to the in- 
vention, the system is provided with a flexible tubular or 
pipe -shaped support (10) made of an insulating material 
having a maximum thickness (D) of 1 mm, the conduc- 
tive elements (II) are arranged on the inside wall of said 
support, and the insulating sleeves (3) of said conductive 
elements have a respective thickness (d) which is at the 
most equal to the thickness (D) of the support A ther- 
moplastic elastomer is preferably used as an insulating 
material. 



(57) Zusammenfassung: Die Mehrleiteranoidnung 
(L) zur Energie- und/oder Datenflbertragung enthat 
mehrere Leiterelemente (li), die jeweils eine von einer 
Aderisolation (2) und einer isolierenden UmhuUung 
(3) umschlossene Leiterader (lA) aufweisen sowie 
untereinander mechanisch verbunden sind. Femer 
sind Mittel (12) zur Kontaktierung der Leiterelemente 
vorhanden. Es soil ein schlauch- oder lohrfBrmiger 
Tr%er (10) aus isolierendem Material mit einer Dicke 
(D) V, 



, . , hochstens 1 mm voigesehen sein, an dessen 

Innenwand Leiterelemente (h) angeordnet sind. deren isolieiende UmhilUungen (3) jeweils eine Dicke (d) aufweisen, die hochstens 
gleich der Dicke (D) des Tragers ist. Voizugsweise wird als isolierendes Material ein thermoplastisches Elastomer vorgesehea 
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Beschreibung 



Mehrleiteranordnung zur Energie- und/oder DatenUbertragung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Mehrleiteranordnung zur 
Energie- und/oder Dateniibertragung mit mehreren Leiterelemen- 
ten, die jeweils eine metallische Leiterader mit einer Ader- 
isolation und ferner eine isolierende Umhtillung aufweisen so- 
wie untereinander mechanisch verbunden sind. Aufierdem sind 
Mittel zur Kontaktierung der Leiterelemente vorhanden. 

Bei der elektrischen Verbindung verschiedener Endverbraucher 
wie Motoren, Aktoren, Sensoren oder Stellgeraten warden zur 
Zeit haufig Leiteranordnungen oder -systeme zur Energieiiber- 
tragung und/oder zur DatenUbertragung in Flachbauweise einge- 
setzt, die auch als Energiebussysteme bzw. Datenbusleitungen 
bezeichnet werden. Diese Leiteranordnungen sind normalerweise 
als mehr-Zvieladrige, gummi- oder kunststof fisolierte Flach- 
leitungen ausgefQhrt. Dabei werden die Leiteranordnungen im 
Allgemeinen zweifach isoliert, namlich jeder ein Leiterele- 
ment bildender Obertragungsleiter einzeln und das gesamte 
System als ganzes. Hierbei betragen bei bekannten Energiebus- 
systemen die Schichtdicken fUr die isolierenden UmhQllungen 
der einzelnen Leiterelemente zur Zeit mehr als 0,8 mm, wSh- 
rend eine Mantelisolierung der Gesamtleitung mehr als 1,2 mm 
dick ist. 

Ein derartiger Aufbau einer solchen Mehrleiteranordnung fiihrt 
jedoch zu einer Reihe von Schwierigkeiten: 

a) Durch die relativ grofien Wandstarken mussen aufwendige 
Kontaktierungsmechanismen konzipiert und vorgesehen wer- 
den. Dies fuhrt zu einer zeitraubenden Kontaktierung. Au- 
fierdem ist die Steifigkeit des Produktes sehr hoch bei 
verhaitnismSBig geringer Flexibilitat . Damit verbunden 
sind Problemen bei der Verlegung und geringe Biegeradien. 

b) Die Flachbauweise fuhrt zu verhaitnismMUig kostenintensi- 
ven und zeitaufwendigen Verlegungsmechanismen z.B. bei 
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Mauerdurchbriichen oder Einfiihrungen in Schaltschranke . 
Denn dort mussen Schlitzdurchf uhrungen mit einer an die 
Flachbauweise angepassten GroBe vorgesehen werden. 

c) Bei einer Durchkontaktierung, z.B. mittels einer an sich 
bekannten Schneidkleitvmtechnik, mUssen verhSltnismSLBig hohe 
Schichtdicken durchdrungen werden; d.h., es mUssen dement- 
sprechend hohe KrSfte aufgebracht werden. Weiterhin miissen 
in entsprechenden Busleitungen Sulierst enge Toleranzen in 
der Lage der einzelnen Leiterelemente zueinander eingehal- 
ten werden, damit die Durchkontaktierung mittig das jewei- 
lige Leiterelement erf asst. 

d) Durch die Flachbauweise sind Biegungen weitgehend nur uber 
die Flachkante moglich. Ein Hochkantbiegen ist praktisch 
ausgeschlossen, da das sogenannte Aspektverhaltnis (Breite 
zu Dicke des Bussystems) sehr groB ist. So ist z.B. bei 
einer bekannten gummiisolierten Flachleitung mit sieben 
Leiterelementen a 4 mm^ Querschnitt das Verhaltnis von 
Breite zu Dicke etwa 5 zu 1. 

e) Beim Einsatz entsprechender Flachleitungen im nordamerika- 
nischen Markt muss die Leiteranordnung - auch in Form ei- 
ner Flachleitung - nach UL/CSA aus SchutzgrUnden durch ein 
Rohr gezogen werden. Dies gestaltet sich fiir Flachleitun- 
gen auBerst aufwendig. 

Wegen der vorgenannten Schwierigkeiten werden bekannte Flach- 
leitungen iiberwiegend auf geraden Verbindungsstrecken oder 
mit relativ grolien Biegeradien eingesetzt. Die Leitungen wer- 
den dabei beim Endverbraucher durchtrennt, einzeln abisoliert 
und dort kontaktiert. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, eine Mehr- 
leiteranordnung mit den eingangs genannten Merkmalen anzu- 
geben, bei der die vorstehend angesprochenen Schwierigkeiten 
zumindest vermindert sind. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi mit den in Anspruch 1 an- 
gegebenen MaBnahmen gelOst. Dement sprechend weist die Mehr- 
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leiteranordnung zur Energie- und/oder Datenubertragung mit 
mehreren Leiterelementen, die jeweils eine metallische Lei- 
terader mit einer Aderisolation und ferner eine isolierende 
Umhiillung aufweisen und untereinander mechanisch verbunden 
sind, und mit Mitteln zur Kontaktierung der Leiterelemente 
die folgenden Merkmale auf, namlich 

- einen schlauch- oder rohrfQrmigen Trager aus isolierendem 
Material mit einer Dicke von hOchstens 1 mm, 

sowie 

- mehrere an der Innenseite des Tragers angeordnete Leiter- 
elemente, deren isolierende Umhtillungen jeweils eine Dicke 
aufweisen, die hOchstens gleich der Dicke des Tragers ist. 

Die mit dieser Ausgestaltung der Mehrleiteranordnung verbun- 
denen Vorteile sind insbesondere darin zu sehen, dass durch 
die Ausbildung eines Bussystems (Energiebus/Datenbus) in 
Diinnschichtisolierung und Rundbauweise die Verlegung des Bus- 
systems deutlich vereinfacht werden kann. Anstatt aufwendiger 
Schlitzdurchbriiche in Mauerwerken oder komplizierter Steck- 
systeme in Schaltschranken kann nun die neue Mehrleiteranord- 
nung durch einfache und schnell auszufvihrende Rundbohrungen 
verlegt werden. Dabei kann die Leiteranordnung Shnlich ein- 
fach verlegt werden wie eine normale Rundleitung. Durch die 
deutlich geringere Steifigkeit der Mehrleiteranordnung in 
Rundbauweise konnen auch verhaitnismaBig kleine Biegeradien 
bei Verlegungsarbeiten realisiert werden. 



Im Gegensatz zu den bisher eingesetzten Leiteranordnungen in 
Flachbauweise fiihrt die Ausfiihrung der erf indungsgemaflen An- 
ordnung in Diinnschichttechnologie zu einer deutlichen Wand- 
starkereduzierung der Isolierung der einzelnen Leiterelemente 
sowie einer als Trager dienenden Mantelisolierung. 

Aulierdem ermoglicht die vorgesehene DUnnschichtisolierung 
speziell bei der Anwendung moderner Durchkontaktierungstech- 
niken wie Schneidklemmtechnik eine einfachere und sichere 
Kontaktierung, da nunmehr geringere Krafte zur Durchdringung 
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von Tragermantel- und Leiterelementisolierung aufgebracht 
werden mussen. Ferner kann die Kontaktierung in einfacher 
Weise mittig im jeweiligen Leitereleraent erfolgen. 

5 Durch geringere Wandstarken ergeben sich weiterhin Vorteile 
im Verbrauch an Isolationsmaterialien und damit verbundene 
Kosten- und Gewichtseinsparungen, sowie im logistischen Be- 
reich bei der Bereitstellung grofierer Mengen der Mehrlei- 
teranordnung auch kleinere Abmessungen. Durch die geringeren 
10 Wandstarken niitimt im Brandfall auch die Brandlast deutlich 
ab. 



Vorteilhafte Ausgestaltungen der erf indungsgemSlSen Mehrlei- 
teranordnung gehen aus den abhangigen AnsprUchen hervor. 

15 

So kSnnen das Material des Tragers und das Material der Um- 
hullungen der Leiterelemente an der Tragerinnenseite im Be- 
reich aneinanderliegender Oberf lachenteile miteinander ver- 
schmolzen sein. Eine derartige Bef estigungsart der Leiterele- 

20 mente kann durch geeignete Mater ialwahl von Tragermaterial 
und Umhiillungsmaterial erreicht werden. Vorzugsweise erfolgt 
eine solche Fixierung dieser Teile der Leiteranordnung da- 
durch, dass in einem gemeinsamen Verfahrensschritt, bei- 
spielsweise im Rahmen eines Extrusionsprozesses, die Omhiil- 

25 lungen und der Tragermantel erzeugt werden. 

AuBerdem kann die Materialwahl von Umhiillungsmaterial und 
Aderisolationsmaterial so vorgenommen werden, dass die mit 
der Aderisolation ummantelten Leiteradern in ihrer jeweiligen 
30 Umhiillung zumindest teilweise beweglich (gegenuber der Innen- 
seite der Umhiillung insbesondere in Langsrichtung) sind. Eine 
hohe Biegsamkeit der Leiteranordnung ist so zu gewahrleisten. 

Ferner ist es als besonders vorteilhaft anzusehen, wenn das 
35 isolierende Material der Umhailungen der Leiterelemente 
und/oder des TrSgers ein thermoplastisches Elastomer ist. 
Solche Materialien kdnnen in an sich bekannter Technik mit 
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den vorgegebenen geringen Wandstarken eingesetzt werden. Si< 
weisen eine gute Flexibilitat auf und ermoglichen auch eine 
gute mechanische Verbindung zwischen dem Trager und den um- 
hullten Leiterelementen, vorzugsweise durch gemeinsame Aus- 
bildung von Trager und Umhailungen. . 



Vorteilhaft konnen in dem von dem Trager eingeschlossenen In 
nenraum neben den Leiterelementen zur Energie- und/oder Da- 
tenubertragung noch zusatzliche (Hilfs-) Leitungen unterge- 
bracht sein. So k6nnen neben den Energieleitungen weitere Da- 
tenleitungen, Hilf senergieleitungen (z.B. far Niedervoltspan- 
nungen) oder Hohladern fUr gasfOrmige (z.B. Pressluft) und/ 
Oder fliissige Median (z.B. Hydraulikf lussigkeit) in die Lei- 
teranordnung integriert werden. Es ergibt sich so eine Multi- 
media-Leitung. Dabei konnen die Wandstarken der zusatzlichen 
Hohladern den Anf orderungen entsprechend starker ausgelegt 
sein. Auch Lichtwellenleiter kbnnen in dem Innenraum verlau- 
fen, die vorteilhaft durch den als Mantel wirkenden Trager 
geschiitzt zu verlegen sind. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Mehrleiteranordnung 
sind den vorstehend nicht angesprochenen Unteranspriichen zu 
entnehmen. 



Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfiihrungsbeispie- 
len noch waiter erlautert. Dabei zeigen die Figuren 1 bis 4 
der Zeichnung jeweils schematisch im Querschnitt eine Ausfuh- 
rungsform einer erf indungsgemafJen Mehrleiteranordnung insbe- 
sondere als Multimedialeitung im geschlossenen Zustand (Telle 
a) und aufgetrennten Zustand (Telle b) . 

In den Figuren sind bezeichnet mit 

li ein- oder mehradrige Leiterelemente, 

lA Leiteradern, 

2 Aderisolationen dieser Leiterelemente, 

3 Leiterelementumhullungen, 

4 Hohladern, 
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5 Lichtwellenleiter, 

6 ein Markierungselement , 

7 eine Of f nungshilf e, 

8 eine Kontaktierungshilfe, 

9j ein- oder mehradrige Leiterelemente, 

10 ein Trager, 

11 ein Tragerinnenraum, 

12 Kontaktierungsstifte, 

13 Verbindungsbereiche, 

14 freie Oberf lachenbereiche der Umhttllungen, 

L Leiteranordnungen (in geschlossener Rundf orm) , 

L' Leiteranordnungen (in auf getrenntem Zustand) , 

5 die Dicke der Aderisolationen, 

d die Dicke der Leiterelementumhiillungen 

und 

D die Dicke des Tragers. 

Es zeigen die Telle a der Figuren jeweils den Querschnitt 
durch die einen Rundleiter bildende Mehrleiteranordnung mit 
geschlossenem mantelartigen Trager 10, wahrend in den Teilen 
b der Figuren jeweils der z.B. in einem Endbereich aufge- 
trennte Rundleiter zumindest teilweise dargestellt ist. Dabei 
sind mit dem mantelartigen Trager 10 der in den Teilen a mit 
L und in den Teilen b mit L' bezeichneten Mehrleiteranordnun- 
gen an der Tragerinnenseite mehrere Leiterelemente li oder 9j 
fest verbunden. Die entsprechende Fixierung erfolgt dabei 
zwischen dem Material der Elementumhullungen 3 und dem Mate- 
rial des Tragers 10. Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm, 
die nachfolgend den Figuren zugrunde gelegt ist, bestehen der 
Trager und die Umhvillungen aus demselben Material. Mit diesem 
Material konnen vorteilhaft in einem einzigen Prozessschritt 
wie insbesondere einem Extrusionsschritt mittels eines ent- 
sprechenden Werkzeugs der Trager 10 und die Umhullungen 3 
gleichzeitig ausgebildet werden. Es sind jedoch auch andere 
Befestigungsarten filr die Leiterelemente li bzw. 9j wie z.B. 
eine nachtragliche Klebetechnik oder eine Verschmelzungstech- 
nik in Verbindungsbereichen 13 mdglich. Diese Bereiche werden 
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nachfolgend auch als Mantel-Steg-Bereiche bezeichnet, wShrend 
die freien Oberf lachenbereiche der Umhullungen 3 auBerhalb 
dieser Verbindungsbereiche mit 14 bezeichnet sind. 

Bei den Leiteradern lA handelt es sich urn bekannte metalli- 
sche Drahte, die auch aus mehreren Leitern oder Filamenten, 
welche miteinander verlitzt oder anderweits gebUndelt sein 
konnen, zusammengesetzt sein konnen. Diese Leiteradern sind 
in bekannter Weise jeweils mit einer Aderisolation 2 mit ei- 
ner Dicke 6 ummantelt, die hochstens gleich der Dicke d der 
sie umgebenden ElementumhUllung 3 sein sollte. Das Material 
der Aderisolation kann dabei von dem der Umhullung verschie- 
den sein. Die Leiteradern lA mit ihren Isolationen 2 sind 
vorgefertigt, bevor sie mit ihren Umhailungen 3 versehen wer- 
den. 



Aus den Teilen b sind die einzelne Leiterelemente li bzw. 9j 
jeweils mit einem Kontaktierungsstift 12 in Schneidkleimntech- 
nik kontaktiert ersichtlich. Zur Kontaktierung kann namlich 
die zum Beispiel an einem Ende aufgetrennte, allgemein mit L' 
bezeichnete Leiteranordnung in die flache bzw. halbrunde, mo- 
dulartige Kontaktierungshilfe 8 gelegt werden, deren rinnen- 
artigen Offnungen auf die jeweilige Leiterform bzw. -grOJie 
Oder -durchraesser abgestimmt sind. Die Auftrennung des mit 
den Leiterelementen bestQckten Trfigers 10 bzw. TrSgerrohres 
in Langsrichtung des Rohres erfolgt in an sich bekannter Wei- 
se mit hierfur geeigneten Mitteln. Z.B. kann der Trager mit 
einem in Umf angsrichtung Ibsbaren Verbindungsteil versehen 
sein. Eine entsprechende Sollbruchstelle kann mittels einer 
allgemein als 6f fnungshilf e 7 bezeichneten Markierung entwe- 
der optisch zu erkennen sein - z.B. durch eine andere Einfar- 
bung des Tragers - oder konstruktiv gestaltet sein - z.B. 
durch eine kleine Nut oder Erhebung -. sie ist bei den ge- 
zeigten AusfUhrungsformen sichtbar an der Aufienseite des Tra- 
gers 10 vorhanden. Dort wird der die Leiteranordnung L bil- 
dende Rundleiter aufgeschnitten und als flache oder halbrunde 
Leitung L' in der modulartigen Kontaktierungshilfe 8 fixiert. 
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Dann kann vorzugsweise in Schneidklemmtechnik wahlweise von 
oben (vgl. die Figuren lb, 3b und 4b) Oder gegebenenf alls 
auch von unten (vgl. die Figur 2b) kontaktiert werden. Urn ei- 
ne eindeutige Kontaktierung der einzelnen Leiterelemente vor- 
nehmen zu kdnnen, muss an ihnen oder dem TrSger 10 mindestens 
eine Markierung vorhanden sein. Eine seiche Markierung kann 
an sich durch verschieden gefarbte Umhtillungen 3 der einzel- 
nen Leiterelemente li bzw. 9j realisiert sein. Es kann jedoch 
auch ein besonderes Markierungselement vorgesehen werden, be- 
ziiglich dessen die Position der einzelnen Leiterelemente ein- 
deutig ist. Ein entsprechendes Ausfuhrungsbeispiel zeigen die 
Figuren jeweils in ihrem Teil b. Demgemali befindet sich an 
der Innenseite des Tragers 10 das eine mechanische Codierung 
bildende Markierungselement 6, z.B. in Form eines zusatzli- 
chen Steges bei der Sollbruchstelle . Auf diese Weise besteht 
nur eine einzige Moglichkeit, die Leiteranordnung L' in ihrem 
aufgetrennten Bereich in der Kontaktierungshilf e 8 zu fixie- 
ren. Verwechslungen bei einem Anschliefien der einzelnen Lei- 
terelemente werden so unmbglich. Bei einer Kontaktierung mit-. 
tels Schneidklemmtechnik ergibt sich als weiterer Vorteil, 
dass die einzelnen Leiterelemente li bzw. 9j durch eine ein- 
seitige (Trager-) Mantel-Steg-Konstruktion miteinander verbun- 
den sind und die Isolierung der Leiterelemente im .Nicht-Steg- 
Bereich 14 noch einmal deutlich dtinner ausgefiihrt werden kann 
als im Mantel-Steg-Bereich 13. 

Bei einer Kontaktierung von unten, wie sie aus Teil b von Fi- 
gur 2 hervorgeht, muss vergleichsweise weniger Isoliermateri- 
al durchdrungen werden. Da die einzelnen Leiterelemente durch 
die besondere einseitige Mantel-Steg-Konstruktion eine hohe 
Beweglichkeit besitzen, kann mit deutlich hbheren Toleranzen 
in der Lage der Leiterelemente zueinander gearbeitet werden. 
Trotzdem erfolgt die Kontaktierung immer mittig im Leiterele- 
ment uber die Fiihrungen in der modulartigen Kontaktierungs- 
hilfe 8. Durch die direkte Kontaktierung der jeweils benotig- 
ten Abgangsleitungen an den Kontaktierungsstiften 12 werden 
auBerdem eventuelle Verlustwarmen reduziert. 
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Im Gegensatz zu den bisher eingesetzten Bussystemen fiihrt die 
Ausfuhrung der erf indungsgemafien Leiteranordnung in Dunn- 
schichttechnologie zu einer deutlichen Wandstarkenreduzierung 
der Isolierungen der einzelnen Le it ere 1 entente 11 bzw. 9j so- 
wie der Tragerisolierung. Im Allgemeinen soli fur erfindungs- 
gemafie Mehrleiteranordnungen gelten, dass die Dicke D des 
Tragermantels hQchstens 1 mm betragt und auch die Dicke d der 
Umhullungen 3 hOchstens so groli ist. Fvir die Dicke 8 der 
Aderisolationen 2 sollte ebenfalls ein Wert von h5chstens 
1 mm gewahlt warden. Vorteilhaft kann die Schichtdicke 8 der 
Aderisolationen zwischen 0,05 und 0,5 mm liegen und betrSgt 
vorzugsweise 0,1 bis 0,3 mm. Demgegenuber liegt die Schicht- 
dicke D ( =Wandstarke) der Tragermantelisolierung im Mantel- 
Steg-Bereich 13 zwischen 0,5 und 1 mm, bevorzugt zwischen 0,6 
und 0,8 mm, wahrend diese im Nicht-Steg-Bereich zwischen 0,1 
und 0,5 mm, vorzugsweise zwischen 0,2 und 0,4 mm liegen kann. 

Die geringen Schichtdicken werden vorzugsweise durch den Ein- 
satz an sich bekannter flexibler Isoliermaterialien auf der 
Basis thermoplastischer Elastomere (TBE) realisiert, die ein 
dem jeweiligen Anforderungsprof il entsprechendes Eigen- 
schaftsprofil aufweisen kSnnen. FUr die vorteilhaft fur die 
Leiterelemente und den Trfigermantel gleich zu wShlenden Iso- 
liermaterialien sind dies bevorzugt thermoplastische Elasto- 
mere auf Basis von Polyolef inen (TPE-0) , Polyamiden (TPE-A) , 
Polyurethanen (TPE-U) , Styrolcopolymeren (TPE-S) , Styrol/ 
Butadien/Styrol-Blockpolymere (S/B/S) , Styrol/Ethylen-Buty- 
len/Styrol-Blockpolymere (S/EB/S) und Ethylen-Vinyl-Acetat 
(E/V/A) . Prinzipiell ist es aber auch moglich, statt dieser 
Elastomere andere Qbliche Isolationsmaterialien wie andere 
Thermoplaste oder gummiartige Materialmen zu wahlen. 

Die bevorzugt verwendeten thermoplastischen Elastomere kSnnen 
in einem Extrusionsprozess gegenUber den bisher verwendeten 
Materialien, insbesondere denen auf Gummibasis, deutlich ra- 
tioneller verarbeitet werden, da nunmehr z.B. ein zusatzli- 
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Cher Vernetzungsschritt entfallt und vergleichsweise hohere 
Produktionsgeschwindigkeiten realisierbar sind. Da die ge- 
nannten thermoplastischen Elastomere unvernetzt und halogen- 
frei flainmwidrig einstellbar sind, ist auch ein problemloses 
Recycling sicherzustellen. Gegenuber bekannten Busleitungen 
auf Basis von vernetzten, teilweise halcgenierten Gumnimi- 
schungen zeichnet sich also die Leiteranordnung nach der Er- 
findung durch eine hohe Umweltf reundlichkeit aus. 

Durch eine glatte AuBenkontur des Tragers 10 wird zudem eine 
einfache ReinigungsmOglichkeit sichergestellt . Dies ist ins- 
besondere fur Anwendungen im Lebensmittelbereich von groBer 
Bedeutung. Eine glatte AuBenkontur erm5glicht auch die Ver- 
wendung von herkOmmlichen Verschraubungen, womit wiederum 
standardmSBig eine hohe Schutzart (> IP 67) erreichbar wird. 

Prinzipiell sind zwei Fertigungsvarianten fur erf indungsgemS- 
Be Leiteranordnungen zu realisieren, nSmlich 

1. die dargestellte Version einer geschlossenen Rundleitung 
mit Sollbruchstelle in einem Fertigungsschritt, 

2. die Extrusion der Leitung in der beschriebenen einseitigen 
Mantel-Steg-Konstruktion in Dtinnschichttechnik in flacher 
bzw. halbrunder Ausftihrung. Bei dieser Version kann kon- 
struktiv eine mechanische Verbindungseinrichtung nach Art 
eines „ReiBverschlusssystems'* in Langsrichtung der Anord- 
nung integriert werden. In einem zweiten Schritt nach der 
Extrusion wird dann die Leiteranordnung mit Hilfe dieses 
ReiBverschlusses in die Rundleitung tiberfQhrt- 

In dem Innenraum 11 der Rundkonstruktion der Leiteranordnung 
L befindet sich je nach Ausf (ihrungsf orm ein Hohlraum bzw. Ka- 
nal, in dem weitere Leitungen verlegt werden konnen. Z.B. 
beim Einsatz eines Energiebusses ergibt sich die Moglichkeit, 
zusatzliche sensible Datenleitungen wie z.B. Lichtwellenlei- 
ter 5 geschiitzt zu verlegen. Auch Hohladern 4 zur Fuhrung von 
gasfOrmigen Stoffen wie z.B. Pressluft und/oder von fliissigen 
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Medien wie z.B. Hydraulikf lussigkeit lassen sich gegebenen- 
falls in die Leiteranordnung integrieren (vgl. Figur 3). 

Die Mehrleiteranordnung nach der Erfindung kann fur alle gan- 
gigen Leiterquerschnitte ihrer Leiterelemente bzw. deren Lei- 
teradern, hauptsfichlich solchen mit 1,5 oder 2,5 oder 4 oder 
6 nun* Querschnitt, ausgelegt werden. Dabei konnen gemaJi der 
AusfUhrungsform nach Figur 4 auch verschiedene Leiterquer- 
schnitte von Leiterelementen li bzw. 9j in einer Leiteranord- 
nung L miteinander kombiniert werden. 

GemaB einer konkreten Ausfahrungsform einer Mehrleiteranor- 
dung nach Figur 1 wird jede Leiterader lA ihrer funf Leiter- 
elemente li aus einem oder mehreren Cu-Leitern gebildet, wo- 
bei jede Leiterader eine metallische Querschnittsf lache von 

4 iran^ besitzt. Die Leiterader jedes der fiinf Elemente ist je- 
weils von einer rohrformigen Aderisolation 2 mit einer Dicke 

5 zwischen 0,1 und 0,3 mm umgeben. Diese Aderisolationen ih- 
rerseits sind von einer Umhullung 3 aus thermoplastischem 
Elastomer-Isolationsmaterial mit einer Dicke d von hochstens 
0,5 mm ummantelt. Der isolierende (AuJJen-) Mantel des TrSgers 
10, der ebenfalls aus dem thermoplastischen Elastomer-Mate- 
rial der UmhUllungen 3 besteht, hat eine Dicke D zwischen 0,5 
und 0,8 mm. Der AuBendurchmesser des TrSgers liegt dann bei 
etwa 14 mm. 

Ferner wurden den Figuren nur Ausfuhrungsformen von Mehrlei- 
teranordnungen L bzw. L' mit Leiterelementen li und 9j 
zugrunde gelegt, deren Aderisolationen 2 fest von dem Materi- 
al der jeweiligen Elementumhullung 3 umschlossen sind. Bei 
erfindungsgemaBen Mehrleiteranordnungen ist jedoch eine der- 
artige Fixierung der von den Aderisolationen umgebenen Lei- 
teradern innerhalb der- Umhullungen nicht unbedingt erforder- 
lich. Durch geeignete Materialwahl fUr die Aderisolationen 
und die Umhullungen kann man nMmlich bei der Herstellung der 
Mehrleiteranordnung eine derartige feste Verbindung zwischen 
diesen Teilen zumindest teilweise verhindern. Es ergibt sich 
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SO der Vorteil einer erhQhten Beweglichkeit/Verschiebbarkeit 
der Leiteradern und damit einer verbesserten Flexibilitat de; 
gesamten Aufbaus der Mehrleiteranordnung. 
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Patentansprilche 



1. Mehrleiteranordnung zur Energie- und/oder Datenubertragung 
mit mehreren Leiterelementen, die jeweils eine metallische 

5 Leiterader mit einer Aderisolation und ferner eine isolieren- 
de Umhttllung aufweisen sowie untereinander mechanisch verbun- 
den sind, und mit Mitteln zur Kontaktierung der Leiterelemen- 
te, gekennzeichnet durch 

- einen schlauch- oder rohrf Ormigen TrSger (10) aus isolie- 
10 rendem Material mit einer Dicke (D) von hcichstens einem 

Millimeter, 
sowie 

- mehrere an der Innenseite des Tragers (10) angeordnete 
Leiterelemente (11, 9 j ) , deren isolierende Umhttllungen (3) 

15 jeweils eine Dicke (d) aufweisen, die hOchstens gleich der 
Dicke (D) des TrSgers (10) ist. 

2. Mehrleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Material der Umhiil- 

20 lungen (3) der Leiterelemente (li, 9j) und das des Tragers 
(10) miteinander verschmolzen sind. 

3. Mehrleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mit der Aderisolati- 

25 on (2) ummantelten Leiteradern (lA) in der jeweiligen UmhQl- 
lung (3) zumindest teilweise beweglich sind. 

4 . Mehrleiteranordnung nach einera der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass 

30 Mittel zur Auftrennung des mit den Leiterelementen (li, 9i) 
ausgestatteten Tragers (10) in vorgegebenen Tragerbereichen 
vorgesehen sind. 



35 



5. Mehrleiteranordnung nach Anspruch 4, gekenn- 
zeichnet durch eine in Umfangsrichtung iQsbare Ver- 
bindung des Tragers (10) . 
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6. Mehrleiteranordnung nach Anspruch 4 oder 5, g e - 
kennzeichnet durch eine Of fnungshilf e (7) an der 
Auf trennstelle . 

7. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehenden AnsprU- 
che, gekennzeichnet durch eine Markierung 
der einzelnen Leiterelemente (li, 9j). 

8- Mehrleiteranordnung nach Anspruch 7, gekenn- 
zeichnet durch verschieden gefarbte Umhiillungen (3) 
der Leiterelemente (li, 9j). 

9. Mehrleiteranordnung nach Anspruch 7, gekenn- 
zeichnet durch eine vorbestimmte Lage der einzelnen 
Leiterelemente (li, 9 j ) bezuglich eines Markierungselementes 
(6) an der Auf trennstelle des Tragers (10). 

10. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass 
das isolierende Material der Umhullungen (3) der Leiterele- 
mente (li, 9j) und/oder des Tragers (10) ein thermoplasti- 
sches Elastomer ist. 

11. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass 
in dem von dem Trager (10) eingeschlossenen Innenraum (11) 
neben den Leiterelementen (li, 9j) zusatzliche Leitungen (4, 
5) untergebracht sind. 

12. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, gekennzeichnet durch den Trager (10) , 
die Umhullungen (3) sowie die Aderisolationen (2) der Leiter- 
elemente (li, 9j) durchdringende Kontaktierungsstif te (12). 

13. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, gekennzeichnet durch eine die Leiter- 
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elements (li, 9 j ) im auf getrennten Zustand des Tragers (10) 
fixierende, raodulartige Kontaktierungshilfe (8). 



14. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, gekennzeichnet durch eine Dicke (D) des 
Tragers (10) zwischen 0,5 und 0,8 mm. 

15. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dicke (5) der Aderisolationen (2) jeweils hochstens gleich 
der Dicke (d) der jeweiligen Umhullung (3) ist. 

16. Mehrleiteranordnung nach Anspruch 15, gekenn- 
zeichnet durch eine Dicke (5) der Aderisolationen 
(2) der Leiterelemente (li, 9 j ) zwischen 0,05 und 0,5 mm, 
vorzugsweise zwischen 0,1 und 0,3 mm. 

17. Mehrleiteranordnung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, gekennzeichnet durch Leiterelemente 

9j)/ die mehrere von einer gemeinsamen Aderisolation (2) 
umschlossene DrShte oder Filamente aufweisen. 



